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La place de I'électronique dans la vie de tous les jours, tant personnelle que professionnelle,
de la population du monde industrialisé a dépassé tout ce que I'on aurait pu imaginer ily a
vingt ou trente ans. Des secteurs aussi variés que l'automobile, le médical, leaalitair

encore l'aéronautique et les communications connaissent une prolifération de I'étpatroni

avec des avantages au plan des fonctions, toujours plus nombreuses, du confort, toujours
plus grand, ainsi que des formes et des dimensions, toujours plus petites.

Les technologies, qu'elles soient numériques ou analogiques, ont évolué avec l'intégration de
multiples composants dans un méme boitier et des performances toujours plus élevées avec
des structures geométriques plus étroites. Parallelement, les défis liés au blindage
inévitables lorsque des circuits électroniques sont aussi étroitement dangsles boitiers
compacts et que des lignes d'alimentation se retrouvent trés proches des conducteurs de
signhaux, se sont accumulés. L'utilisation d'élastoméres combinés avec divers « filbur
ameliorer leur performance a apporté aux ingénieurs une vaste gamme de matériaux offrant
la double fonction de joint entre deux surfaces d'une part, et de blindage contre les
interférences électromagnétiques (EMI) d'autre part.

Souvent considéré comme un art obscur, le blindage a évolué depuis de nombreuses années.
Les premiers matériaux utilisaient de I'argent ou du cuivre plaqué d'argent corarse fil

dans des élastomeres en silicone. Des solutions plus récentes contenant des cougposés pl
economiques tels que de I'aluminium plaqué d'argent et du graphite (allotrope naturel du
carbone) plaqué de nickel gagnent aujourd'hui en popularité aupres des ingénieurs de
conception de produits.



Applications diverses

La diversité des applications et des environnements dans lesquels évoluent lesegsipe
électroniques exigent de choisir avec soin les matériaux de blindage EMIpjlication

dans l'automobile, par exemple, peut étre exposee a des huiles et autres tianifsio'a

des envolées des températures de -55°C jusqu'a plus de 100°C. Dans l'industrigralimenta
pour prendre un autre exemple, les appareils électroniques peuvent entrer en centaw av
plus grande variété de substances comme du café, des sauces ou des boissons.

Les matériaux de blindage utilisés dans les équipements congus pour étreauitifisé&seur
(indoor), ousous abri, doivent respecter des contraintes d'un point de vue environnemental.
En extérieu(outdoor),les appareillages rencontreront plus typiqguement des températures
extrémes et risquent de subir des attaques de substances tels que le selnosifiesor
polluants de l'air, ou encore I'hnumidité élevée.

Indépendamment de I'application ou de I'environnement typique pour lequel un produit a été
congu, le blindage EMI exige, de la part de l'ingénieur de développement, un processus de
réflexion qui doit démarrer tres tét lors du design. Une conception prudente du boitier et un
positionnement relatif de certains composants peuvent, jusqu'a un certain pdet|éimi

niveau de blindage nécessaire. Toutefois, la forte densité de composarusiglessrdans

les produits modernes constitue plutét une source plus importante de problémes potentiels
avec les EMI que par le passé.

Méme avec un design prudent, certains problemes dus aux EMI n‘apparaissent qu'apres la
réalisation d'un prototype fini, dans son boitier, lors de la mise sous tensiont dlstage
faire appel a la gamme de matériaux disponibles aupres de fournisseque tekrker



Chomerics pour gérer les EMI et assurer un fonctionnement fiable a longderme
I'équipement.

Travailler en étroite coopération avec les spécialistes des matddalidage EMI des les
premiéeres phases du design d'un projet peut permettre d'anticiper, voire, diésimes
potentiellement problématiques. La détection précoce de ce type de probldmes, et

gestion, aboutira au développement de produits avec un design plus économique, plus fiable
et plus esthétique.

Les élastomeres

Le choix des bases élastomeres utilisées dans les matériaux de blindlagewtes ou
extrudés inclut des silicones, des silicones fluorés ou des fluorocarbones, ains que de
élastomeéres spéciaux connus sous l'appellation EDPM (monomere éthylenéngopyl
diéne). Chaque élastomeére a des propriétés particuliéres qui le rendeot ayote, a des
applications spécifiques. Le colt du matériau élastomére conducteur fini dégent stide
maniere tres significative, du filler utilisé plutét que de la base élastarheisie.

Le silicone est bien adapté aux applications opérant dans des températures extréfoes, a la
négatives et positives. Son acceptabilité pour les applicatiddseorse double en outre
d'excellentes caractéristiques de résistance aux intempériesillasemnent et a I'ozone. Il
présente aussi de bonnes propriétés diélectriques.

Le silicone fluoré présente des caractéristiques similaires au silicone a basse et haute
température. Il a aussi d'excellentes propriétés diélectriquesédiskamce aux intempéries,



au vieillissement et a I'ozone. Il s'y ajoute enfin une trés bonne résiatanbgdrocarbures,
huiles et solvants aliphatiques, a I'eau et aux acides et bases diluésaticutitis silicone
fluoré est un choix judicieux pour les applicatiam$oor etoutdooren environnement sévére
ou impreévisible.

Le fluorocarbone affiche une excellente force de compression, utile dans des assemblages
qui doivent souvent étre ouverts et refermés pendant leur durée opérationnelle. Une
excellente résistance aux huiles, hydrocarbures et solvants aliphatiQuestigues et

chlorés, ainsi qu'aux acides, et une tres faible perméabilité aux ganfigarmi ses

principales propriétés. lls affichent aussi une bonne résistance aux teemgseextrémes.

L'EPDM (monomere éthylene-propyléne-diene) présentent une excellastanés aux
intempéries et a I'ozone, ainsi qu'aux acides et bases dilués. Il peutrausficdce dans des
applications en environnement humide (eau ou vapeur).

Les fillers

Les métaux, ofillers, combinés a la base élastomére déterminent la performance de blindage
du produit fini moulé ou extrudé. Leur dispersion précise et uniforme au sein du liant donne
des matériaux dotés de propriétés électriques et physiques stablesi@tagdbértains

matériaux communément utilisés sont decrits ci-apres avec leurs reridhaires et leur

niveau de performance.

Le Nickel / Carbone (Ni/C)fournit un blindage bas de gamme et une protection contre les
décharges électrostatiques (ESD) avec une résistance trés linaitéarasion et aux fluides.
L'Argent / Cuivre (Ag/Cu) peut résister a un courant induit par les impulsions
électromagnétiques (EMP) les plus fortes. Il est idéal pour les apphis@ibmmerciales de
haut de gamme dans des environnements non corrosifs (généralement a I'fréétisur

abri).

Le Nickel / Aluminium (Ni/Al ) est le meilleur filler pour une performance de blindage de
haut niveau dans les environnements les plus critiques. Il est généralembimécavec des
élastomeres de type silicone ou fluourosilicone.

L'Argent / Aluminium (Ag/Al) est idéal en combinaison avec un élastomere de type silicone
fluoré pour les applications a spécifications militaires ou la haute pexfae de blindage et
la résistance a la corrosion sont les premiéeres priorités.

L'Argent (Ag) est une option colteuse mais fournit une performance de blindage et de
conductivité directe tres élevée. Ce filler est adapté a des environneemsrrosifs. En
combinaison avec du silicone, il affiche une faible force de fermeture eitaenste

solution de blindage hautement efficace. Le compromis réside dans la fagikneEsde
déchirement et dans une résistance limitée aux fluides.

Moulé ou extrudé

Des joints moulés peuvent étre réalisés avec des tolérances trés avgitdasspapplications

de précision. Les concepteurs doivent cependant tenir compte du codt de 'outdlage s'
décident d'opter pour une approche moulée plutét que pour une solution extrudée. Les joints
extrudés présentent des tolérances plus larges et sont disponibles dans une mastiegam
diameétres. Comparés aux joints moulés, leur mise en route est plus lentzigens des

procédés secondaires pour couper et épisser le joint a la longueur finale souhaité

Conclusion
Utilisés autrefois principalement pour protéger des systemes électrodansedes secteurs



critigues comme la défense ou I'aéronautique, les joints de blindage mouléaddsesont
désormais requis dans un spectre d'applications tant militaires que corteadresaicoup

plus large. Cette prolifération reflete la complexité croissante des éwpnpe électroniques
présents dans notre quotidien que nombre d'entre nous considerent comme un acquis. Des
élastomeres conducteurs fournis par des spécialistes des matésauetBlarker Chomerics
sont devenus populaires aupres des concepteurs de boitiers pour une vaste gammesde produit
et d'équipements trés divers destinés aux marchés du grand public, des télécoms, de
l'industriel, de I'automobile et du médical. Une coopération avec les spésidiisblindage

EMI dés les premiéres phases du process de conception peut contribuer a rédiiretlac
complexité des solutions susceptibles d'adresser les problemes soulevémffdesnces
électromagnétiques.



